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全文摘要
国泰海通商社团队深入汇报了人造钻石行业，特别是金刚石在散热领域的应用情况，强调了会议保密性与内容审核要求。讨论了工信部与发改委推动金刚石半导体产业化的政策，及河南产业集群的国家层面重视。介绍了国际精工、沃尔德、四方达、黄河等公司在金刚石散热领域的进展，包括研发投入、产能规划和客户测试情况。重点提及了金刚石在AI芯片、服务器和光通信等领域的应用前景，强调了散热技术对提高芯片性能和降低能耗的重要性。最后，提醒投资者谨慎决策，并预告后续将发布更多信息。

章节速览
00:00 人造钻石行业进展与散热领域应用分析
会议更新了人造钻石行业近期变化，重点提及工信部与发改委推动超宽禁带半导体产业化，尤其是金刚石材料在AI芯片、服务器及光通信领域的应用进展。国际精工加大研发投入，成立功能金刚石研究院，推动金刚石功能化与工业化应用，预计研发投入翻倍增长。

04:52 金刚石产业技术与市场动态
对话围绕金刚石产业展开，讨论了第一、第二产业园的规划与产能释放，新疆生产基地的金刚石产业化，以及郑州研发中心的定制化方案开发。公司已实现6英寸单晶金刚石光学片量产，正推进8英寸和12英寸的研发。金刚石散热应用需求增长显著，联想已实现小批量订单，预计明年量产。海光、华为通过测试，小米处于送样测试中。国际扩产规划显示，五百多台MPCVD设备在产，其中20%-30%用于功能金刚石业务，未来将根据市场需求和集团投资项目进度进行调整。

09:45 沃尔德金刚石散热材料批量交付进展及市场应用
沃尔德预计今年四季度实现小批量交付，明年大批量落地，与10至20家客户联合开发验证，涵盖国内外市场。产品主要用于高端高功率芯片，能提升性能10%-20%，经济性良好。产能预估65万片，实际产出可能更高。光模块和HBM等领域也有应用，客户对接推进中。

12:12 三方公司金刚石材料生产技术与市场动态
对话讨论了四方达、力量和黄河三家公司在金刚石材料生产领域的技术路线与市场进展。四方达拥有高温高压和MPCVD两种技术，产品涵盖从刀具到散热材料，正推进扩产计划；力量从传统磨料转向培育钻石饰品，后布局金刚石散热材料，计划大规模扩产；黄河则专注于多晶金刚石的量产，研发12英寸产品，但未重点布局金刚石铜。三家公司均在技术迭代和产能扩展上积极布局，以应对市场需求。

17:52 金刚石应用市场与散热技术发展分析
报告深入分析了金刚石在多个下游市场的应用，包括传统切削磨料模具、晶圆加工、培育钻石饰品及PCB钻针等，预计至2030年市场规模将显著增长。特别指出，散热领域如纯金刚石散热片与金刚石铜材料的应用，将受益于AI服务器液冷散热和3C消费电子的发展，预估2030年市场规模超过500亿元人民币，展现高成长潜力。

21:49 金刚石散热技术在AI服务器中的应用与前景
对话讨论了金刚石散热技术在AI服务器领域的应用，包括金刚石铜散热片和金刚石散热片的四种主要载体，以及AI服务器出货量的增长预测。阿卡什交付的英伟达H200GPU服务器采用了金刚石散热技术，有效提升了CPU算力输出，标志着金刚石散热技术在AI算力商用场景的落地。

25:55 金刚石散热技术在AI服务器中的应用与市场预测
讨论了金刚石散热片在GPU服务器中的应用，包括消除热降频问题、降低制冷设备依赖等优势。基于不同渗透率假设，预测2030年搭载金刚石散热片的AI服务器出货量及市场规模。同时，分析了金刚石铜在液冷散热中的应用及市场潜力，强调了其作为最终产品形态的价值。

29:59 金刚石散热技术进展与市场应用
会议汇报了金刚石散热技术的最新进展，包括今年的批量试水订单及预计四季度至明年的市场推进节奏，建议持续关注并提供专业团队支持。会议强调内容仅供内部学习使用，提醒投资者谨慎决策，市场存在风险。

发言总结
发言人1
他在国泰海通商社团队组织的电话会议上，深入探讨了人造钻石行业，尤其是金刚石在散热领域，尤其是AI芯片、AI服务器及光通信等高科技应用的进展。特别强调了金刚石散热在AI芯片领域的巨大潜力，预计明年将有基于金刚石散热技术的首款GPU产品面世。他还介绍了国际精工、沃尔德、四方达、黄河等企业在金刚石散热技术的研发与商业化应用方面的进展，分析了市场未来规模及风险，提醒投资者谨慎决策。他重申了会议内容的保密性，并对参会者表示感谢，圆满结束会议。

问答回顾
发言人1 问：在AI芯片领域，金刚石散热层的进展如何？
发言人1 答：在AI芯片领域，纯金刚石散热层的验证正在加速进行。国内外芯片厂以及像三四电子等其他应用领域的重点公司经过多轮客户测试和打样工作后，部分场景已通过客户验证。预计首款金刚石散热GPU将在明年得到落地推出。

发言人1 问：AI服务器和光通信领域中金刚石散热材料的应用情况怎样？
发言人1 答：在AI服务器领域，金刚石散热铜板已实现商用，例如曙光的金刚石铜服务器已在郑州超算中心运行，英伟达的部分服务器上也有金刚石铜的应用。在光通信领域，金刚石材料应用于team层和均热板等，以金刚石铜为代表的此类应用也将逐步落地。

发言人1 问：近期国际精工在超硬材料业务方面有哪些更新？
发言人1 答：国际精工非常重视并加大了对超硬材料业务的投入，成立了专门的工作组和功能金刚石研究院，启动了三大国际金刚石产业示范基地建设。今年预计研发投入规模将增长较快，同比翻倍以上。其中，第一产业园预计在2027年底交付，产能将在2027至2028年逐步释放，第二产业园也在推进中，主要聚焦半导体高精密陶瓷配件、吸盘类配件生产，以及散热领域应用和半导体材料加工。

发言人1 问：公司的人才合作和基地布局情况如何？
发言人1 答：公司与新疆当地签订了人才合作协议，并派驻郑州的技术员工赴新疆工作，给予最高区域系数补贴。目前公司可量产6英寸单晶金刚石光学片及大尺寸金刚石，行业内已有成功研发8英寸和12英寸的产品，但量产稳定性还需提高。设备方面主要采用2450千瓦MPCVD设备，15千瓦设备经济性暂时不够成熟，915设备处于试验阶段。下游应用中，金刚石散热需求增长明显，尤其新型芯片企业的需求积极。目前公司在金刚石散热铜、单晶和多晶方面均有送样和推进节奏，其中与联想的合作项目已经获得小批量订单，预计明年实现量产；金刚石铜领域还有几个客户在打样并取得进展，曙光也在测试过程中。

发言人1 问：目前该公司的MPCVD设备产能有多少，以及这些设备主要用于哪些业务？
发言人1 答：目前有五百多台MPCVD设备在产，其中大约20%至30%的产能用于功能金刚石相关业务，其余主要用于培育钻石的生产。未来投产进度取决于投资项目申报进度和第三产业园基建进展，预计十月底第三产业园第一栋厂房将建设完成并开始设备安装，根据市场订单情况再申报投资项目。该产业园可容纳十千瓦设备，最大规模可达5000台设备。

发言人1 问：关于沃尔德公司的最新进展，尤其是关于产品交付和客户合作方面的情况如何？
发言人1 答：沃尔德预计在今年四季度实现小批量交付，今年可能会有几百万的收入；明年则有望大批量交付落地。目前与10到20家客户进行联合开发和验证阶段，并已收到小批量订单。产品已覆盖国内和海外市场，其中trip to wafer方案落地较快，已与台湾客户对接。

发言人1 问：公司在金刚石单晶和多晶方面的扩产规划是什么样的？对金刚石散热块的关注度如何？
发言人1 答：公司目前侧重于纯金刚石单晶与多晶的扩产规划，但金刚石刀具和PPD钻针等项目也是其验证重点，散热块目前处于小批量订单状态。根据单一规格产品进行简化测算，实际产能可能高于预估的65万片产能。

发言人1 问：四方达公司的产能规划和技术路线有哪些特点？
发言人1 答：四方达拥有高温高压和MPCVD两种技术路线，天璇半导体子公司运营CBD金刚石业务，年产能约200万克拉，主要生产4到6英寸产品，同时具备12英寸的瑞斯法技术储备。四方达CVD设备全部为自研，产能和效率提升较快，目前在芯片散热层、幸存应用等领域有丰富的订单和行业对接经验，三期扩产规划保守估计为10万片，设备型号主要采用2450设备。

发言人1 问：力量公司的转型历程及当前在MPCVD设备方面的扩产计划是什么？
发言人1 答：力量公司早期从事高温高压金刚石单晶微粉等工业磨料磨具材料生产，后转向培育钻石饰品制造。25年1月份一期实验线投产，配备约100台MPCVD设备，实现稳定供货。26年6月份，公司将定增募集资金用途变更至金刚石散热材料项目，并计划于同年10月份新增500台MPCVD设备并开机生产，后续将根据订单需求进行滚动扩产。按照一英寸单晶片计算，500台设备满产年产能可达80万片。目前力量在MPCVD设备方面虽然起步相对较晚，但扩产进度和技术迭代速度相对较好。

发言人1 问：黄河公司的多晶金刚石产品具体有哪些特点和应用场景？
发言人1 答：黄河公司的多晶金刚石产品主要以2到8英寸的规格实现量产，厚度可在10微米到1毫米之间进行定制生产。更厚的多晶金刚石还能够做到热导率在1000到2200之间，并且12英寸产品目前处于研发阶段，还未达到量产标准，但可以生产小尺寸样品。此外，黄河公司在金刚石铜领域尚未做重点布局，主要精力集中在915大设备的多晶与单晶生产上。

发言人1 问：金刚石下游市场的主要应用领域及其市场规模如何？培育钻石饰品市场的情况如何？
发言人1 答：金刚石下游市场主要包括传统切削磨料模具用途和新兴领域如金圆划片刀、晶圆背面研磨砂轮等。其中，高温高压金刚石单晶制作的金圆划片刀预计在2025年市场规模接近200亿元人民币，到2030年将达到300亿元人民币，年化增长率为7%。晶圆背面研磨砂轮方面，2025年的市场规模约为35亿元人民币，预估到2030年将达到53亿元人民币，年化增速为9%。培育钻石饰品市场主要通过高温高压和CBD技术生产，2025年全球终端市场规模预计达到约1000亿至900亿元人民币。中国在此领域的产量为2500多万克拉，全球预计产量为4000万克拉左右，原料端产值约50多亿元人民币，但终端零售端消费规模有望在2030年达到2700亿元人民币，年化增速高个位数。

发言人1 问：PCB金刚石钻针市场现状及发展前景如何？
发言人1 答：目前，包括沃尔德和四方达在内的企业正在加大对PCB金刚石钻针市场的布局，适应高级别材料钻孔需求。尽管目前市场规模较小，但由于整体渗透率较低，未来预计能实现年化30%到40%的增长速度。

发言人1 问：散热领域的金刚石应用及其市场规模怎样？
发言人1 答：散热领域中，金刚石应用大致分为两大类：纯金刚石散热片和金刚石铜散热解决方案。纯金刚石散热片预计在2030年达到千亿级别的规模；而金刚石铜散热方案，由于其原材料高温高压处理得到的金刚石微粉制成，主要用于封装级散热板、整机散热以及相关材料，预计2030年将超过500亿元人民币的规模，主要受益于AI服务器液冷散热方案的应用以及3C消费电子领域的增长。

发言人1 问：金刚石在散热技术中的具体载体有哪些？
发言人1 答：金刚石在散热技术中的主要载体包括金刚石团队导热界面材料、金刚石夹层垫片、通用金刚石热橙片和复合热橙，以及金刚石半导体衬底。其中，金刚石散热片是目前该领域最大的来源，其市场规模的增长与高性能服务器出货量及其对液冷系统的需求密切相关。

发言人1 问：阿卡什在二月份向印度的主权云服务商交付了什么产品，并且这项交付意味着什么？金刚石散热技术在AI服务器上的应用有哪些显著效果？
发言人1 答：阿卡什在二月份向印度最大的主权云服务商交付了全球首批商用搭载自研金刚石散热技术的英伟达H200GPU服务器。这标志着金刚石散热技术正式落地于AI算力商用场景。该技术使CPU算力提升最高达15%，在50度高温环境下服务器仍能保持稳定运行，解决了GPU热降频问题，训练推理任务全程保持100%硬件性能，并大幅降低了制冷设备依赖及优化数据中心能源使用效率。

发言人1 问：预测到2030年搭载金刚石散热片的AI服务器出货量是多少？
发言人1 答：在中性假设下，预计搭载金刚石散热片的AI服务器出货量将达到115万台。若每台AI服务器平均搭载15片金刚石散热片，按照每片约3000人民币的售价计算，市场规模为五百多亿元人民币；乐观假设下，市场规模可超过1000亿元人民币。

发言人1 问：金刚石散热技术在其他领域的应用情况如何？当前金刚石散热技术的市场进展及未来展望是怎样的？
发言人1 答：金刚石散热技术不仅在AI服务器上有广泛应用，在3C消费电子、算力等领域已有商业化落地案例。国际方面，联想已下单采购，整体技术进展比金刚石芯片及散热片推进更大。目前，金刚石散热技术已有多家公司反馈有小批量试水订单，预计今年四季度至明年将持续有节奏地推进。建议投资者持续关注该领域，并欢迎随时联系团队探讨具体测算和进一步信息。

发言人1 问：对于金刚石铜散热方案的市场规模预测是怎样的？
发言人1 答：根据英伟达相关服务器液冷散热采购成本及假设原板价值量占比，预测2030年金刚石铜散热方案的规模在人民币300到800亿元之间。并且该领域头部公司不仅提供金刚石微粉原材料，还以整体金刚石铜产品形态交付，价值量远高于直接的金刚石微粉。

